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Mikrokameras mit Echtzeit-Bildverarbeitung lassen sich in
einem breiten Anwendungsspektrum einsetzen — die Entwick-
lung einer Mikrokamera mit eingebetteter Bildverarbeitung auf
Basis von Panel Level Packaging wird hier erldutert
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Pestilenz: Diese kann auch als Zinnpest in der Elektronik bei Zinnlot auf-

treten — zum Beispiel bei hoch-zinnhaltigen Legierungen
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Flexible, zuverlissige
Supply-Chain-Losungen
qualitativ hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung von
hochwertigen Basismaterialien und Prepregs
zur Fertigung von Leiterplatten mit
unterschiedlichsten Anwendungsgebieten.
Unser globales Vertriebsnetz versetzt uns in
die Lage, Kunden in allen Regionen der Welt zu
beliefern.

Wir bieten kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen und mit zwei komplett ausgestatteten
Service-Zentren in Grof3britannien und
Deutschland ist niemand besser positioniert,
um die Bedlrfnisse der europaischen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Morschheimerstrasse 15
67292 Kirchheimbolanden
+49 (0)6352 75326-0
+49 (0)6352 75326-26
contact(dventec-europe.com

www.ventec-europe.com
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Titelbild

Auf der embedded world 2016 in Niirnberg zeigt FlowCAD
in Live-Prasentationen die Mdglichkeiten, die eine PSpice-
Advanced-Analyse einem Elektronikentwickler bietet.

www.FlowCAD.de
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